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図 グラファイト基板上における金ナノ
粒子の融点に及ぼすサイズ依存性

0.20 

日本金属学会秋期大会講演概要（2004)

間体基板上における金ナノ粒子の溶融温度に及ぼす基板の影響に関する熱力学的考察

大阪大学大学院工学研究科 李俊畏， 田中敏宏

大阪大学UHVEM 李正九， 森博太郎

［緒言｝金属及び合金系ナノ粒子の融点がサイズに依存することは良く知ら 13却 z

れている。実験でのナノ粒子の融点観察は局体基板上で行われるが、これ
までの研究において、自由表面を持つナノ粒子の融点に及ぼす基板の影響

を調べた例は報告されていない。本研究では、グラファイト基板上に生成
した金ナノ粒子の融点に及ぼす基板の影響に対して熱力学的考察を行っ
た。
［実験方法］本研究では、表面及び界面エネルギーの影饗告と考慮し、 Calphad
方法を用いて金ナノ粒子の融点を評価した。融点データは Samblesの結果［l]

を利用した。また、溶融金の表面張力及び溶融金とグラファイトの界箇張
力は、大滴法及び静滴法を用いて測定した。
［結果］ 1336Kにおける金の表面張力は、国体 1338mN/m、液体 1138mN/m、
金とグラファイトの界恋張力は、闘体 2109mN/m液体 1994mN/mと評価さ
れた。また、金ナノ粒子の融点に及ぼすグラファイト基板の影響はほぼ無

視できる程度であることが確かめられた。
［参考文献］ I) J.R.Sambles: Proc. R. SoιLond. A. 324, (1971) 339. 

5
 

0

」

m
 

n
 

，，r
 

n
U
3
1
 

－

白
O

酷M
 

V
Z
 

• a抗erSambles et al 

目白明白presentmodel 

0.05 

凶
、、g1300 

←4 。
』a
ロ
判

t 1250 
白‘s 
Q) 

f-< 

皆1200
命d

色B

~ 
1150 

0.00 

(415) 

380 




